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SPECIAL Fertigungsequipment:
Maschinenhersteller warten immer wieder
mit interessanten Neuerungen auf. Die PLUS
erkundigt sich in der Zeit bis zur nachsten
,productronica‘, wie diese Innovationen bei
EMS-Anbietern ankommen — und welche sie
sich von kommenden Maschinengenerationen
erhoffen. Aulerdem im Special: Neuigkeiten
und Empfehlungen rund ums Thema

Beim 7. Technologietag von Eltroplan ging es
auch um die Problematik des Bauteilemangels

Der IPC will zukiinftig mehr Umweltaspekte im
Design verankern. Ein Uberblick
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INTERNATIONAL GROUP

Qualitativ hochwertige
Basismaterialien
und Prepregs

Flexible, zuverlassige
Supply-Chain-Losungen

Bei den Rehm-Technologietagen gab es wichtige Informationen
zur Spitzentechnologie in der Elektronikfertigung

Ventec International Group

Ventec ist Spezialist fur die Herstellung

von hochwertigen‘Basismaterialien und
Prepregs. Unser globales Vertriebsnetz
liefert kundenspezifische Supply-Chain-
Losungen in allen Regionen der Welt.

Mit komplett ausgestatteten Service-Zentren
in China, GroBbritannien, Deutschland

An der TU Chemnitz arbeitet ein Forschungsteam thermischen Mikro- und USA, ist niemand besser positioniert,
Antrieben (MEMS) und setzt dazu Thermografie zur Diagnostik ein um die Bediirfnisse der globalen

Leiterplattenindustrie zu bedienen.
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Neue Industrie-Investitionen und Forschungskapazititen geben derzeit
dem Mikroelektronik-Cluster Dresden einen ordentlichen Schub
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Titelbild

Die ALBA PCB Group ist eine Unternehmensgruppe mit
hochspezialisierter Technologie fiir Leiterplatten. Durch die
Biindelung unserer Starken und die Ausnutzung starker
Synergien in Kombination mit qualifizierten und motivierten
Mitarbeitern wird hervorragender Service geboten. Eigene
Fertigungsstétten im Bereich der Spitzentechnologie in
Europa und in Asien erlauben uns groBte Flexibilitat bei
hdchster Qualitat.

Weitere Informationen:
T: +49 (0) 6203 95880-0  E: info@alba-pch.de
W: www.alba-pcb.de
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